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tes modulares, y mds especialmente a un ecircuito modular
‘subminiatura constituido por componentes reactivos.
| Debido al tamaiio relativamente grande de los
Ecomponentes sihtonizables de que actualmente se dispone,
se hace sentir en la industria electrdnica de hoy en dia
la necesidad de disponer de un circuito resonante o anti-
rresonante de tamafio extraordinarismente reducido (submi-
'niatura) compatible, tanto en temafio como en nétodos de
fabricacibén, con los componentes monoliticos, de pelicula
delgada y de pelicula gruesa del circuito completo, del
cual forma parte el circuito reactivo. Lia actual necegidad
de colocar componentes sintonizables de graﬁ témaﬁo en po-
siciones aparte del resto del circuito limita la convenien
te reduccidn del espacio total ocupado por el cireuito com
;pleto. Una apliocacidn tipo para un circuito modular sinto-
'nizable d@eja, por ejemplo, solamente un espacio de aproxi-
:madamente 3,2 por 1,9 por 2,5 mm, o ges sgolamente un volu=
‘men de menos de 0,0154 cn3 para tal circuito. Tan limitado
espaclo resulta insuficiente para dar acomodo a condensadQ
res y bobinas de inductancia tortidales montados por sepa-
“rado como elementos reactivos del circuito. Es més, como
;el arrollaniento de ura bobina de inductancia toroidal de
ntcleo cerrado no se presta a ser realizado mecénicamente
'con eficacia, la fabricacidn de circuitos modulares submi-
"niatura que contengan tales bobinas de inductancia es muy
§1aboriosé'y,'por congiguiente, costosa. Junto con la nece-
Tsidad de montar por separado los componentes reactivos que
. forman parte de un circuito modular subminiatura, el empléo

§de tales circuitos estd radicalmente limitado en ciertas
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Es, por tanto, objeto de la invencidn un !ﬁﬁmﬁjﬁ
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gelemento inductivo o bobina de inductancia subminiatura
gpara circuito modular, que puede montarse fhcilmente en un
5 iSOporte que también sostiene todos los demds componentes
jdel circuito. | .
Otro objeto de la invencidn rsside en un ni-
;cleo subminiatura para circuito modular, que puede bobinar
. se mucho més deprisa que un nfcleo toroidal de tipo usual.
10 | Otro objeto més de la invencidn reside en
un cireuito modular sintonizable subminiatura que tiene
jun condensador ajustable unido a una bobina de inductan-
cia.
Es caracteristico del presente invento un
.15 .nﬁcleo, para upa bobina de inductancia subminiatura, dota-
do de éreas de aplicacidén de unidn enterizas, para su co-
nexidn en un circuito modular.
Otro objeto de la invencidn reside en un
‘método de formar un circuito modular subminiatura que tie-
20 'ne un condensador ajustable montado en una bobina de in-

ductancia.

Otro objeto més de la invencidn reside en
.un método de formar un nicleo subminiabura pars una bobi-
' na de inductancia, dotado de Areas de aplicacidn de unidn
25 jenterizas, para su conexidn en un circuito modular.

Otro objeto mds de la invencidn reside en
un método de formar un nlicleo subminiatura para una bobi-
na de inductancia, que puede bobinasrse mucho més de-prisa
que un nicleo toroidal de tipo usual.

Lasg carzcteristicas congtitutivas de novedad
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‘que se consideran propias de esta invencidn se exponen de ?;g“,:_

modo particular en las reivindlcaciones finales. Ahora

. . . P 4 .
bien, la invencidn en si, asi como otros objetos y venta~-

jas de la misma podran comprenderse mejor por la siguien-
te deseripeidn detallada, tomada en unidn de los dibujos
adjuntos, en los cuales: '
- la figure 1 es una vista en perspectiva

que ilustra un nimero de barras individuales de material

rmagnético de gran resistividad, que han sido cortadas de

una sola lonja o pastilla;

- la figura 2 es una perspectiva seccionada

que representa una de las barras de la fig. 1 después de

recubierta de una capa metilica;

- la figura 3a es una vista en perspectiva
que representa un nimero de ndcleos individuales obtenidos
por seccionamiento de la barra de la figura 2, después de

formado un amplio surco a todo lo largo de cada una de 4os

-superficies opuestas, recublertas de metal, de la barra;

- la figurae 3b es una vista en perspectiva

que ilustra un nlmero de n@cleos individuales obtenidos

por seccionamiento de la barra de la figura 2, después de
formado un surco ancho a todo lo largo de cada una de dos

-superficies opuestas de la barra, recubiertas de metal, ¥y

despuds de practicado un surco estrecho a todo lo largo de

.cada una de las otras dos superficies opuestas de la barra,

recubiertas de metal;

= la figura 4 es una perspectiva seccionada

que ilustra un nimero de barras individuales obtenidas por

gecoionamiento de una lonja o pastilla de material dielée-

:trico recwbierta de metal;

375677
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‘que ilustra un nimero de condensadores individuales obte-
inidos por seccionamiento de una de las barras de la figura
54, después de practicado un surco estrecho a todo lo lar-
%go de una de las superficies recubiertas de netal de la
?barra;
| - lg figura 6 es una vista en perapectiva
que ilustra la combinacibén de uno de los condensadores de
;la figura 5 con una bobina de inductancia hecha a base de
uno de los nficleos de la figura 3a;

- la figura Ta es una vista en perspectiva
que ilustra un circuito modular entirresonante;

~ la figura Tb es un esquema del circuito
eléctrico comprendido en la figura ig;

- la figure 8a es una vista en perspectiva
‘que ilustra un conjunto de circuito modular resonante;

- la figura 8b es un esquema del circuito
eléctrico comprendido en la figura 8a;

~ la figura 92 es una vista en perspectiva
que ilustra un circuito modular antirresenante con una co-
‘nexidn de toma de transformacidn de impedancia;

- la figura 9b es un esquema del circulto
‘eléctrico comprendido en la figura 9a;
v - la figura 102 es una vista en perspectiva
éque ilugtra un circuito modular resonante con una conexibn
de toma de transformacidn de impedanciaj;

- la figura 10b es un esquema del circuito
:eléotrico comprendido en la figura 10a;
| - la figura 11a es una vista en perspectiva
?que ilustra un circulto modular antirresonante dotado de

375977
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“un transformador con un primario no sintonizado y un séénﬁgyi' !
' STA LTI

~cundario gintonizado, con conexidn de toma de transforma-:

¢idn de impedancia;
- la figura 11b es un esquema del circuito
. i
5 eléctrico comprendido en 1agfigura 11a; ¥

- la figura 12 es una visha en pergpectiva
que ilustra un nimero de circuitos reactivos, de un ampli-
ficador de frecuencia intermedia de video para televisidn.

La totalidad de las estructuras ilustradas

10 en las figs. 7§ a 12 inclusive estdn construidas con arre-
2lo a los principios de la presente invencidn.

En términos resumidos, la invencidn compren-
de un condensador montado en una bobina de inductancia de
forma de H, que constituyen los elementos componentes de

15 un circuito reactivo subminiatura de forma modular; asi
como el método de fabricar la bobina de inductancia y el
circuito reactivo modular. El circuito reactivo se sinto-
niza ajustando el condensador. Para formaer el nicleo de la
bobina de inductancia en H, se toma una lonja o pastilla

20 ‘delgada de un material magnético de gran resistividad, se
corta en barras y cada barra se recubre de una capa de me-
tal. En una de las barras se hacen dos surcos que le dan
forma o perfil de H, dejando una capa metalica en cada una

-de las superficies restantes de la barra, y luego- se corta

25 la barra para obtener nficleos individuales. La forma en H
del nécleo facilita el bobinaje del conductor aislado den-
tro de los dos surcos practicados entre las dos ramas del
nicleo, para.formar la bobina de inductancia. Quedan capas

éde metal sdlo en unas partes de cada una de las ramas del

30 . nficleo, para la sucesiva unidn y conexidn elécirica a un

e | - 375977
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. goporte por un lado, y & un condensador por el lado opueg_%igggyf

! to de la bobina de inductancia.
’ Un condensador se hace recubriendo una ba-
f rra dieléetrica con una capa de metal por cada una de dos
5 - superficies opuestas. En una de las superficies de la bva-
f rra dieléctrica se practica un surco estrecho cortando
| por completo la capa metélica hasta formar en ege lado de
~la barra dos placas o armaduras contenidas en un mismo
plano, y después se secciona la barra para obtener conden
10 sadores dobles individuales. En una capa metédlica dispues
ta en una parte de cada rama de la bobina de inductancia
se monta uno de estos condensadores con la cara ranurada
del condensador dando hacia la bobina de inductancia. ELl
circuito reactivo asi formado se conecta entonces al resto
15 "de un circuito mayor, montando la capa metdlica de otra
jpar'be de cada rama en una montura o una superficie de apo
yo, tal como una placa de circuitos impresos o un substra
to de pelicula gruesa o delgada. EL &rea de la superficie
superior del condensador (la placa o armadura comin del
20 condensador doble) se reduce luego, si asi conviene, me-
diante un chorro de aire cargado de abrasivo, para sinbto-
nizar el circuito reactivo constitulido por la bobina y el
condensador.
Con referencia ahora a lag figuras de los
25 ‘dibujos, en la fig. 1 se ilustra un nlmero de barras indi-
viduales 1 obtenidas, por ejemplo, cortando a sierra una
' ;lonja (no representada) de un mabterial magnético dé gran
fresistividad, tal como una ferrita, por ejemplo, como pri-
;mera etapa en la preparacidn de un circwito reactivo modu-
30 ‘lar que contenga una bobina de inductancia de perfil en H.
37539717
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Epara ol nficleo de la bobina de inductancia debe tener una

‘resistividad volumétrica suficientemente elevada, para que

el material en sl no represente ni introduzca pérdidas ex-
cesivas por resistenocia eléctrica. Ademés, la congtante
dieldctrica del material debe ser reducida, para no intro-
ducir en paralelo con el inductor una excemiva capacidad
distribuida. En raras ocasiones, las pérdidas afiadidas por
una parte, o la capacidad distribuida agregada por otro
lado, no van en perjuicio del funcionamiento de los compo-
nentes reactivos del e¢ircuito. En estos casos, cuando no
gean perjudiciales las pérdidas o la capacidad distribuida
adicionales, puede utillizarse un material de poca resisti-
vidad volumétrica y/¢ elevada congtante dieléctrica. La

congideracidn de las caracteristicas del material del ni~

"cleo en relacidn con su resistividad volumétrica y su cong

tante dieléctrica es importante, porque debide al método
de formacidn de las capas metélicas sobre el ndicleo, los

contactos eléctricos con la bobina de inductancia se hacen

por medio de la capa metdlica que estd Intimamente unida

al meterial magnébtico del nicleo.

‘En todas las figuras donde se describen o s

‘hace referencia a partes idénticas se emplean las mismas
" designaciones numéricas. Como la principal aplicacidn del
_invento concierne a los circuitos modulares subminiatura,

" se darén algunas dimensiones tipe para hacer destacar 1o

extremadamente pequefio del tamafio de las diferentes partes

del circuito. Estas dimensioneg, naturalmente, se dan a

mero titulo ilustrativo, no teniéndose la intencidn de res

“tringir o limitar el presente invento por ello de ninguna

-+~ 375977
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manera. Ademds, las figuras no estén dibujadss a escala,

a fin de poder ilustrar con claridad los mis importantes

. elementos de la invencidn. Esto no obstante, en las figs.

-1 ab5y5 a 11g se representan las dimensiones a una esca-

. la relativa.

Ia barra individual 1 se recubre de una ca-

pa conductiva por un método usual cualquiera. Unc de los

' que pueden utilizarse para formar la capa conductiva es el

de depositar en la barra una capa de cobre por métodos
galvanotéonicos. Despuds de recubierta la barra 1, por e-
jemplo, de una capa electrolitica de cobre del espesor
adecuado para suministrar un camino conductivo de resisten
cia eléctrica suficientemente baja cuando la capa metélica

ge utiliza luego para conexiones eléotricas, se aplica por

métodos galvanotécnicos una delgada capa de plata pasivan-

te a la barra 1 recubierta de cobre, para formar la capa
metélica doble 2 indicada en la fig. 2, donde las dos ca-
pas no se representan diferenciadas, para mayor claridad

de la ilustracidn.

Segtin el tipo de eircuito reactivo que se

desee, la barra 1 recibe una forma con arreglo a la confi-

;guracién representada en una u otra de las figs. 3a o 3b.

"En la barra 1 de la fig. 2 ge practica un surco ancho 3

‘por métodos usuales (por ejemplo, a sierra), a todo lo lar

g0 de cada una de dos superficies opuestas, recubiertas

- de metal, de la barra, siendo los surcos lo bastante pro-

~fundos para que en ellos no quede metal. A continuacidn se

secciona la barra (por ojomplo, a sierra), en un nfmero de

;nﬁoleos findividuales 4, cada uno de los cuales posee una

' configuracidén en H como la ilustrada en la fig. 3a. Los

3738717
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‘nlicleo 4 tiene unas capas metalicas que cubren las partes

5a8~5b y 6a~6b de las dos ramas 5 y 6, respectivamente, del

nGcleo. El puente o parte de unidén del ndcleo 4 entre las
ramas ge utiliza para el ulterior bobinado o arrollamiento
del conductor hasta obtener una bobina de inductancia en H
como la de la fig. 6.

Una variante o configuracidén alternativa del
nicleo en H es la que se ilustra en la fig. 3b. Los surcos
anchos 3 que van a lo largo de las dos superficies opues-
tas cubisrtas de metal de la barra 1 estén hechos como se
ha descrito al hablar de la fig. 3a. En la barra 1 de la
fig. 2 hay también formado un surco estrecho 8, por méto-
dos usuales (tal como a sierra, por ejemplo), a todo lo lar
20 de cada uha de las otras superficies opuéstas de lg ba-
rra, recubiertas de metal. Los surcos estrechos 8 son lo
bagtante profundos para atravesar por completo las capas
metalicas, aislando as{ eléctricamente las partes de rama
5a y 5b entre si, y las partes de rama 6a y 6b entre si.
Después de formados los surcos, se corta la barra en ni-
cleos individuales 7. Los extremos (no representados) de

la barra ranurada son desechados, de manera que cada ndcleo

'7 tiene superficies idénticas. La necesidad de las dos con

figuraciones de niicleo ilustradas en las figs. 33 ¥ 3b se
hace ver en la explicacidn relacionada con las figuras su-
cesivas.

Para formar el condensador destinado al oir—

culto reactivo modular, se toma una lonja o pastilla (no

reprogentada) de un material dieléctrico tal como, por

v 375077
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! ejemplo, el titanato de bario, y se recubre de una capa
| ,
‘metalica por un método cualquiera conveniente. Como se ha-

. ;611‘;"‘1'}
F ";_,“'l .‘}‘\‘uf""

l" W AT L)

%dicho en relacidn con la fig. 2, uno de los métodos es el
ide aplicar electroliticamente una capa de cobre, y a con-
‘tinuacidn una capa de plata para formar’en la lonja una ca
'pe metélica doble. La lonja recubierta de metal se divide
:en barras individuales 9 dotadas de capas metdlicas 10
%(flg. 4) por un método cualquiera conveniente (por ejemplo,
;a 51erra), desechéndogse los cabos o extremos (no represen=-
tados) de la lonja para que cade barra tenga superficies
‘idénticas. En una de las superficies metalizadas de la ba-

rra 9 se practica un eagtrecho surco 11 que atraviesa por

completo la capa metdlica 10 de esa superficie, formando

dos capas separadas. La barra 9 recubierta de metal se cor
ta luego hasta obtener unos condensadores individuales 12
(fig. 5), desechindose las piezas extremas (no representa~
das) para que cada condensador tenga superficies idénticas.
Cada condensador 12 tiene la placa o armadura comin 10a,
‘con dos armaduras o placas opuestas 10b y 10¢ contenidas
~en un mismo plano. Es de notar que el surco 11 divide real
jmente el condensador 12 en dos condensadores dispuestos en
;serie, o en un condensador doble, y la situacidn del surco
.11 determina los valores relativos de los dos condensado-
‘res.

En la fig. 6 se llustra un circuito termina=-
'do, compuesto del condensador 12 y de la bobina de induc~-
itanoia 13 en I formada mediante arrollamlento del conduc-
ftor aislado 14, comtnmente un hilo de cobre, por 1o gene-
iral, cubierto de aislamiento, sobre el conductor 14 aisla-

do, en torno a la parte de unidép o puente del niicleo 4, y

E -n- 375077
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'a las capas metalicas de lag partes de rama 5a2-5b y 6a-6b.

_El funcionamiento de la bobina de inductancia en H resisté

favorablemente la comparacibén con la de tipo toroidal so-
bre nicleo cerrado en bucle. La eliminacién del bucle ce~-
rrado no degrada aprecisblemente ni la inductancia ni el

Q de la bobina de reactancia. Por no tener el niicleo cerrz
do en bucle como en el caso de la bobina toroidal, el nfi-
cleo en H puede bobinarse mucho més facilmente, con apre-
ciables reducciones en coste y tilempo de fabricacidn, en
comparacidn con la bobina toroidal. La mayor facilidad de
bobinaje del nficleo en H, en comparacion con el nficleo to-
roidal, se debe precisamente a la ausencia del nicleo ce-
rrado. Bl n@icleo en H puede colocarse entre ejes y hacerse

girar répidemente de modo que permite bobinar el conductor

"gobre el ndcleo, cosa que, naturalemente, es imposible con

un nteleo cerrado. EL condensador 12 se monta en la bobina
de inductancia 13 de modo que la superficie que contiene
la ranura 11 queda mirando a la bobina 13. Las placas 10b
¥ 10c del condensador 12 se conectan eléctricamente a las

capas metdlicas de las partes de rama 5a y 63, respectiva-

‘mente, por un método usual cuslguiera tal como, por ejem-

plo, por medio de soldadura, hasta formar un circuito reag

tivo unificado. Las uniones entre las placas 10b ¥ 10c del

- condensador 12 y las capas metdlicas de las partes de rama

5a y 6a, respectivamente, de la bobina de inductancia 13,
completan las conexiones eléctricas del circuito reactivo.
En las figs. 72 a 11¢ inclusive se ilustran

algunos ejemplos tipo de diferentes circuitos reactivos

. sintonizables, constituidos en forma modular subminiatura

-a- 375077
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con arreglo a la presente invencidn. Un circuito antirre—
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sonante que posee una bobina de inductancia 13 en H y un

. condensador 12 se representa conectado a un disedio conduc-

tivo dispuesto en el soporte 15, en la fig. 7a, con circul
5 to eléctrico equivalente segin el esquema de la fig. ig.
; El condensador 12 se conecta a la bobinarde inductancia 13
por el método descrito en relacidén con la fig. 6. El cir-
" cuito reactivo estd montado en el goporte 15, que puede
ger ung placa de circuitos imprescs usual o bien un subs-
10 trato de alimina, por ejemplo, que tenga Areas conductivas
de aplicacidn de conexiones A y B. La capa metdlica de la
rama lzquierda 5b de la bobina de inductancia 13 se une
al frea de conexibén B por un método usual cualguiera (por
ejemplo, solo soldeo), uniéndose asimismo la capa metélioa
15 | de la parte de rama éorrespondiente 6b al &rea de conexidn
A. Uno de los extremos del conductor 14 va unido a las ca-
pas metilicas eléctricamente comunes de las partes de ra=
‘ma 6a y 6b. El extremo opuesto del conductor va unido a
las capas metalicas eléctricamente comunes de las partes
20 de rama 5a y 5b. El circuito reactivo completo se conecta
eléctricamente por medio de las Areas de aplicacidn de co-
" nexidn A y B al resto del circuito del cual forma parte
el circuito reactivo. El circuito reactivo se sintoniza
fpara dar la deseada respuesta en frecuencia quitando si
25 : eg preciso una parte 17 de la placa superior 10g del con-
densador 12, mediante cl uso de un chorro de aire, por
- ejemplo, cargado de abrasivo.
| En la fig. 8a se ilustra un circuito resonap
f te cuyo circuito eléctrico equivalente es ol representado

1

30 . en la fig. 8b. El condensador 12 se conecta a la bobina de

. 375077
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'fig. 6. Las capas metalicas de las partes de rama 6a y 69t

.se miglan eléctricamente entre sl practicando el surco 8

durante la fabricacidén del nlcleo 7 como se ha explicado
en relacién con la fig. 3b con la excepcidn de omitirse el
surco 8 entre capas metdlicas de las partes de rama 5a'y
5b durante la fabricacidn del nftcleo. Las capas metélicas
de las partes de rama 5b y 6b van unidas a las 4reas de
conexibén B y A, respectivamente, del soporte 15, y uno de
los extremos del conductor 14 estd conectado a la capa me-
t4lica de la parte de rama 6b, mientras el extremo opues-
to va conectado a la capa metalica de la parte de rama 6a
para completar el circuito resonante. Como se ha explicado
en relacibn con la fig. ig, el condensador 12 se ajusta

guitando, si es preciso, una parte 17 de la placa superior

"10a, mediante un chorro de aire cargado de abrasivo.

Un rasgo singular y caracteristico de la in-
vencidn consiste en disponer un punto de toma conveniente
para la transformacidén de impedancia. El coste adicional
de disponer una toma intermedia en la bobina resultaria
prohibitivo en la fabricacién del circuito. En la fig. 9a

ge ilustra un circuito antirresonante con toma de transfor

macidén de impedancia, viéndose en la fige. 9b el circuito

eléctrico equivalente. Las capas metdlicas de las partes
de rama 5b y 65 van unidas a las &reas de conexidn B y A,

respectivamente, del soporte 15, mientras las placas infe-

riores 10b y 10¢ del condensador 12 estén unidas a las ca-

pas metdlicas de las partes de rama 53 y 63, respectivamen
_te. Los extremos del conductor 14 estén conectados a las

capas metalicas eléctricamente comunes de las partes de

- 375077
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érama 5a-5b ¥y 6a-6b de la bobina de inductancia 13. A la [f
gplaca superior 10z del condensador 12 se hace una ‘toma in;
?termedia de transformacidén por medio de una tira metilica
?21 conectada entre dicha placa superior 10g y el frea de
iconexién C del substrato 15. Las impedancias entre termi-
%nales By Cy log terminales A y C del circuito reactivo
json partes fraccionarias de lé impedancisg total comprendi-
'da entre los terminales A y B. La relacidn de impedancias
gentre los dos condensadores (1Oép103 y 10¢~-10a) viene de-
;terminada por el lugar o situacién de la ranura 11, y limita
‘da por la distancia de separacidn entre las remas 5 y 6

‘del nicleo en H.

Volviendo a la fig. 6, que ilustra algunas

5dimensiones de un circuito reactive subminigtura tipico,

las dimensiones entre partes de rama 5a y 6a de la bobina
.de inductancia 13 es de 1,65 mm de ancho, lo que deja 0,76
mm para la anchura de cada rama, siendo la anchura total
~de 3,17 mm. Dejando 0,127 mm para la anchura del surco 11
entre lag placas inferiores 10b y 10¢ del condensador 12,

se obtiene como relacidén mixima o cociente entre 4reas de
- placas aproximadamente la de 2,28 : 0,76, o sea de 3:1. lLa

‘relacién de la impedancia ael formeda en la toma C de la

ffig. 9a, por medio de las relaciones de capacidad, puede

 hacerge variar entonces a un punto cualquiera comprendide

-aproximadamente entre 1/16 o 6,7% de la impedancia antirre

sonante total y 9/16 o 56,2% de la impedancia antirresonan
jte total, segin la situacién o posicidén efectiva del surco
?11 entre las dos placas inferiores del condensador. La si-

! . z
: tuacion del surco 11 representada en la fig. 9a da la ma~

{
i
ixima relacién de impedancia (de 1/16) en la toma C. La si~

w- 375077
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tuacidn (no representada) del surco 11 junto a la parte

‘minima (de 9/16) en la toma C. EL ocondensador 12 se ajusta

mediante el uso de un chorro de aire cargado de gbrasive

‘que quite una parte 17 de la placa superior 10a del conden

sador. La abrasidn con aire de la placa superior 10a del

. condensador debe dirigirse de manera que se mantenga una

‘relacibén de capacidad constante entre cada una de las su-

perficies conductoras inferiores, o sea de las placas 10b

¥y 10¢, y su superficie conductiva superior comin, o placa

10a, tanto durante la operacién de abrasidn con sire como
a la terminacidn de esta dltima operacibén. De no ser asi,

1la relacibn de transformacidn variarid exclusivemente tanto

durante como a la terminacidn del ajusté. En el caso de

"las versiones sencillas sin tomas de las figs. 7a y 8a,

‘no es eritica la situacidn real y efectiva de la parte 17

desgastada por el chorro de aire abrasivo. Para mayor cla-
ridad, no todas las figuras representan la parte 17 des-
gagtada 0 quitada de la placa superior 10g, originada por

el ajuste del condensador 12 con ol método de azbrasién con

- gire. Ahora bilen, es posible sintonizar de esemdo, gi asi

conviene, la totalidad de los circuitos reactivos.

En la fig. 10a se representa un circuito re-

" sonante en serie con una tome de transformacibén de impedan

_cia, cuyo circuito eléctrico equivalente es &l de la fig.

10b. Las capas metdlicas de las partes de rama 5b y b de

' la bobina de inductancia 16 estén unidas a las 4reas de
. conexidn B ¥ A, respectivamente, del soporte 15. El conden
. sador 12 estd conmectado a la bobina de inductancia 16 me-

| diante la unidn de las placas o armaduras inferiores 101 .

-5 375977
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'y 10c del condensador con las capas netélicas de las partes|) 3

‘\N .
l llllllum f

de rama 58 y 68, respectivamente, de la bobina de inductan-

cla 16. Uno de los extremos del conductor 14 esté conecta-
.do a la capa metdlica de la parte de rama 6a, mientras el
fextremo opuesto va conectado a la capa metélica de la par-
ite de rama 6b. Las capas metélicas de las partes de rama
jsg y 6b estan eléctricamente aisladas por medio de un sur-
fco 8 como el deserito en relacidn con la fig. 3b. Lo mismo

que sucedia con la bobina de inductancia 16 descrita en re-

‘lacidn con la fig. 8a, el nficleo 7 se hace omitiendo el

‘:surco entre lag partes de rama 5a y 5b. La toma de trans-

fformacién de impedancia, al condensador 12, se forma conec
tando una tira metélica 21 entre la placa superior 103 del
‘condensador y el &rea de conexibn C del soporte 15.

| Un circuito modular dotado de un transforma-
‘dor 30 con devanado primario )o secundario) sintonizable
fy secundario (o primario) no sintonizable és el represen-
-bado en la fig. 11a y cuyo circuito eléctrico equivalente
'se da en la fig. 11b. Las capas metalicas de las partes
‘de rama 5b y 6b del transformador 30 estén unidas a las
;éreas de conexién B y A, respectivamente, del soporte 15.
§E1 condensador 12 se conecta al transformador 30 uniendo
Slas placas inferiores 10a y 10¢ del condensador a las ti-
iras metilicas 33 y 35, respectivamente, que estén unidas
éa su vez a laé capas metdlicas de las partes de rama 53 ¥
%65, respectivamente. Uno de los extremos del conductor 31
Eva conectado a la capa metdlica de la parte de rama 6b, en
étanto que el otro extremo estd conectado a la capa metali-
Ica de la parte de rama 5b. Hay un gegundo conductor 32 ho-

'"binado en relacidn bifilar con el conductor 31. Uno de los

-n- 373977
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de la parte de rama 6a, mientras el extremo opuesio egtd
; conectado a la capa metélica de la parte de rama 5a. El
‘ drea de conexidén C se conecta a la capa metélica de la pag
5 ' te de rama 53 y a la placa 10a del condensador por medio
de una tira metdlica 33, mientras la tira metdlica 34'co~
necta la placa comin o superior:105 con el Adrea de cone-
xibén D. La tira de conexién 35 conecta la capa metélica
- de 1a‘pafte de rama 6a y de la placa 10¢c del condensador
10 al &rea de conexibén E. Aln cuando el condensador 12 se ha
repregentado formando parte del circuito primario, eg ob-
vio que no existe razbn alguna para que esta parbte del cir
culto no pueda ser el secundario.
Como puede verse, la combinacién del trans-
15 formador o bobina de inductancia y el condensador com un
subgstrato en el que se haya formado adecuadanente un dise~
flo de distribucidn de conductores se presta a obbtener una
pluralidad de configuraciones de circuito reactivo conve-
nientes. Ademfs, cuando el conjunto de cireuito reactiveo
20 se vaya a utilizar con circuitos integrados, el conjunto
constituye de por si un soporte muy apropiado para tales
circuitos integrados, que pueden unirse o aplicarse a cual
quiera de las. superficies expuestas del conjunto en un mig
no pléno, tales como la placa superior 10g del condengador
25 12, por ejemplo, formando una configuracidn de circuitos
eléotricos muy complejae
| EL mbdulo 40 de cireuito amplificador de foi.
de video para televisidn representado en la fig. 12 ilus-
;tra clarawente el empleo de un nimero de diferentes cir-

30 “cuitos reactivos 41 para formar un circuito completo, en

18-1-70 - 18 -



feste caso, para aplicaciones de televisién. El amplifica- f?%lzf’
gdor de video en su totalidad se acomoda en un solo sopor= :
?te 15 de alumina, lo que pone de manifiesto el alto grado
;de densidad de componentes a que se puede llegar en circui
5 :tos lineales integrados hibridos utilizando el método de
la presente invencidn. El mbédulo 40 resultante mide solo
.12,7 por 15,9 por 5,1 mm, y lleva incorporados unos circul
. tos reactivos sintonizables 41, unos condensadores fijos
j42, unos cirewitos monoliticos integrados 43 y un conden-
10 sador fijo de acoplamiento 44, la mayoria de ellos conec-
jtados a disefios de distribucidn conductivos dispuestos en
-el substrato 15.
A las personas versadas en la materia sge les
locurrirén diversas variantes y modificaciones de la inven—
15 "cién, sin por ello apartarse del espiritu ni salirse del
&mbito de la misma, definide por las reivindicaciones que
siguen.
La presente solicitud, que corregponde a la
presentada en los Estados Unidos de América, el 27 de Oc-
20 tubre de 1.967, bajo el nlmero 678.6i9, se acoge a los be=-
;neficios del articulo 51 del vigente Estatuto sobre Pro-

piedad Industrial.

25 ? REIVINDICACIONES

Los puntos de invencidn propia y nueva que
ge presentan para que sean objeto de esta solicitud de

30  Patente de Invencibén en Espafia, por VELNTE afios, son los

75877
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giguientes:

1.- E1 método de formar un circuito reac-
tivo modular, circuito que posee una bobina de inductan-
cia y un condensador, teniendo dicho condensador una pla-
ca comin y dos placas aisladas, dispuestas en un mismo
plano y separadas de dicha placa comin por un material
dieléctrico, comprendiendo dicho método las etapas de:
(a) formar una capa metdlica en las superficies de una
5afra de material magnético de alta resistividad; (b)
formar un surco o ranura a todo lo largo de cada una.dé
dos superficies opuestas de dicha barra, de modo que
cada wno de dichos surcos atraviese por completo dicha
capa metélica y quite de ella la parte oontenida dentro
del espacio definido por el surco; (c¢) dividir dicha
barra en dicha pluralidad de nﬁcleos,'téniendo cada uno
de dichos nficleos una parte central o puente que une dos
ramas, y cada una de dichas dos ramas, unas partes recu-
biertas de capas metélicas; (d) arrollar un conductor
aiglado en torno a dicho puente"de por 1o menos uno de
dichos nﬁcleos, para formar una bobina de inductancia;
(e) conectar eléctricamente los extremos de dicho con-
auétor a algunas, determinadas, de dichas capas metali-~
cas; y (f) montar dicho condensador en dicha bobina de
inductancia“de modo que una de dichas dos placas opues-
tas esté eléctricamente conectada a la capa metdlica de
una parte de una de dichas dos ramas; y la otra de dichas
dos placas opuestas esté eldéotricemente conectada a la
capa metdlica de una parte de la otra o segunda de dichas

dos ramase.

375077

- 20 =



10

15

20

25

30

2-3-70

. incluye la etapa de montar dicha bobina de inductancia

294

2.~ Bl método de la reivindicacién 1, que

P,' B
Gl
'g‘r‘ml ,,r

. sobre &reas de aplicacidn conductivas en un soporte, de
' modo que la capa metédlica de otra parte de cada una de

' dichas ramas quede conectada a una de dichas areas de

aplicacibén en dicho soporte.

3.= El método de formar un circuito reac-

" t$ivo, que comprende la etapa de montar en una bobina

de inductancia un condensador que tiene una placa comin

y dos placas aisladas, dispuestas en un mismo plano y

- separadas de dicha placa comin por un material dieléc-

: trico, teniendo dicha bobina de inductancia un ntcleo

de material magnético de alta resistividad que posee

el perfil general de una H con un puente central que une
dog ramas, egbando unas partes de dichas ramas recubier-
tas de capas metdlicas y teniendo dicho puente un conduc-
tor arrollado en torno a 81 de modo que los extremos de
dicho conductor estén conectados a algunas, determinadas,
de dichas capas metdlicas, y cada una de dichas placas

de condensador dispuestas en un mismo plano esté eléetri-
camente conectada a la capa metélica de una parte de ca-
de una de dichas dos ramas.

4o—~ Un método de formar un circuito reacti-

vo modulaer.

3758717

-2 =



2=3=T70

que antecede, representado en los dibujos que .se acompa-
flan y para los fines que se han especificado.
Esta Memoria congta de veintidos hojas es-

critas a miquina por una sola cara.

uearia, 28 MAR 1970

P.A,
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